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Secrwearia de Educacidn Pablics

Con fundamento en el Articulo 3* fracciones I, IV, VI XV ¥ &l Articulo 8° fracciones L, I y ¥V del Decreto
que crea el Tecnolégico Naclonal de México {TecNM), publicada en el Diario Oficial de I3 Federacion &l 23 da
julic de 2024, y en los numeralas 1, 2 v 28 del Manual de Organizacion General del TecNM, publicads el 20
de diciembre de 2027;

EL TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO
CONVOCA

A las y los estudiantes de los Institutos Tecnologicos Federales v Descentralizados del
TecNM a participar en el:

Multiproyecto para la Microfabricacién de Chips del Tecnoldgico Nacional
de México (MMCT-26)

Presentacion

El Multiproyecta para la Microfabricacidn de Chips Techi [MMCT) es un programa de formacisn
técnico-académica orientado al disefio, validacidn y preparacion para I8 microfabricacion de
micradispositivos y circuitos integrados, con acompafamiento especializado y clerre mediante un
congrese técnico naclonal. En la edicion MMCT-26, la capacitacion y el flujo de disefio se
implementaran para dos obleas distintas de silicio de 4 pulgadas, organizadas en dos vertientes de
participacian,

Instituciones organizadoras

Tecnoldgico Nacional de México (TecNM) - Instituto Tecnologico de Querétaro (ITQ) y el Centra de
Ingenieria y Desarrollo Industrial (CIDESI).

Objetivo general

Impulsar la formacion especializada de estudiantes interesados en el drea de los semiconductores,
fortalecienda capacidades de disefio, validaclén y preparacion para la microfabricacion de dispositives
¥ circuitos integrados, mediante una ruta de capacditacion y acompafiamiento que culmina con la
Integracion de disefios em dos obieas distintas y la presentacion de resultados.
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- Los resultados de la seleccién de equipos serdn inapelables y se publicardn en ol 2 de marzo de

2026 en el sitio web del TECNM, wisw tecnm. rmx

. Licenciatura: equipes conformados por un minimo de 4 estudiantes y un maximo de 5 estudiantes,

 Posgrado: participacian individual, con Vo.Bo. de director{a) v codirectoria) de tesis (cuanda

aplique).

- Los equipos seram asesorades por dos profesores. Uno deberd fungir comao responsable téenico y

cantar con perfil especializado en efectranica o acreditar experiendia en disefio/programacian,

. Cada estudiante podrd participar en un sola proyecto; cada docente asesor podrd participar hasta

en dos equipos/ proyectos.

Elegibilidad

1.

F
e f

Podran participar estudiantes del TecNM (licenciatura v posgrade) inscritos durante €| periodo
energ-junio de 2026,

Profesores activos en algun programa educativo del TECNM.

Se considerard afinidad de [a carrera con el drea de semiconductores.

Requisitos de registro (expediente)

Cada equipo |o participante de posgrade) deberd Integrar y enviar un expediente digital con los

siguientes documentos:

1.
2.

Solicitud de participacién firmada por cada integrante y con Vo,Bo. del asesor técnica.

Carta de presentacidn del asesor técnico y del equipo, firmada por la Direccidn de la institucidn
de origen.

. Carta de exposicion de motivos (firma autdgrafs o firma electranica) donde se exprese el interés

de participar en el MMCT-26 v |a vertiente seleccionada.

. Documento oficial de la carga académica de cada estudiante, que acredite inscripeidén en el

periodo eners-junio de 2026, firmado y sellado,

. Identificacion oficial con fotagrafia (INE. pasaporte, credencial instifucional u otra eqguivalente).
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Modalidad de participacién

La modalidad de parficipacion es a distancia (en linea) para la capacitacion, asesorias v
entregafvalidacion de diseftos. Las actividades de microfabricacion se realizardn en CIDESI confarme
al cronograma establecido. La entrega de los chips (dispositivos microfabricados) a los equipos
participantes se realizard de manera oficial en el Congreso COMAOM-TecNM 2026, donde también se
presentaran bos resultados generales del multiproyecto.

Esquema de capacitacién (temario)

El programa contempla un curso comin para ambas vertientes y un blogue especializado por
vertienta:

1. Tronco comin (ambas vertientes)

* Instalacidn de software y operaciones basicas.
= Disefic de layout ¥ jerarquia de celdas.

= Reglas de disefioy validacidn,

= Principios de microfabricacion,

2. Curso especializado - Vertiente A [Sensores)

= Principtos de transductores de capa delgada,
= Tutorial de disefio y ejemplos de sensores.
= Criterios de campatibilidad con la oblea y verificacion de disefio.

3. Curso especializado - Vertiente B (TFT) %

= Principios de transistores de capa delgada.
= [Inversar de carga resistiva.
+ Ejemplos de ransistores y blogues de prueba compatibles con procese. E:‘-,

-i’r‘f.
Actividades del programa )

Las actividades del MMCT-26 siguen un flujo operathva estdndar:
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Micromanufactura de obleas 01 de maya al 15 de junio de 2026

Fecha limite para envio de entregables 17 de agasto de 2026

21 y 22 de septiembre de 2026 0 5y 6 de
octubre de 2026 (fecha por confirmar}

Congreso CONAOM - TechM (eventa de cierre)

Cierre del programa

El evento de cierre del MMCT-26 se realizard en el Congreso Macional COMAOM - TechM, donde cada
equipo presentard su resultado tonico y se difundirdn lus proyectos desarrallades, ademas de contar
con platicas impartidas por especialistas.

Consideraciones generales

1. Seran considerados elegibles los registros que cumplan con todos los requisitos ¥ 58 ENCUenNen
dentra del cupo maxima establecida,

2. El comité erganizador pedra cerrar 1a convocatoria de manera anticipada si se alcanza el cu po de
atencldn.

1. Los equipos aceptados gue no entreguen en tiempo y forma un disefio compatible y valldade no
podran incluirse em la microfabricacidn,

4. La inscripcidn institucional no contempla gastos de transportacidn, alimentos ni estancla para el
evento de cierre,

Costos:

Las instituciones que sean elegidas deberdn aportar una cuota de recuperacion para cubrir el process
de Microfabricacidn de la oblea (no incluye gastos de transportacién ni de hospedaje para l Congreso
de la MMCT-26). Para més informacién al carreo electrénico: multiproyectochips@tec nm,my

Informes y registros

El enlace de registro y las indicaciones para el envio del expediente se publicardn en los medios
oficiales del TecNM/Instituto Tecnolbgico de Querdtarg. Para informes, favor de utilizar el correa
electrdnico institucional indicado en dicha publicacidn.
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- Acompafiamiento técnico para resolucion de dudas y mejora del disefio.

. Recepclon, revision y validacion de disefios para fabricacién,

+ Integraridn de disefios en la oblea correspondiente seqin la vertiente seleccionada,
Microfabricaclan de las capas/etapas definidas por el proceso del multiproyecto.

- T S P R X T

resultados,
Entregables

Al término del MMCT-26, cada equipo deberd entregar:

1. Archivo final de disefio {layout) validado,
Z. Bvidencia de validacion (DRC/LVS, segin aplique).
3. Memoria técnica de disefio (abjetivo, estructura, criterios de prueba y aplicacién).

Beneficios para las y los participantes

1. Experiencia integral en el flujo de disefio, validacitn y preparacion para microfabricacion.
2. Capacitacién especlalizada por vertiente {(sensores o TFT),

3. Censtancia con valor currioular por participacicn.
4

. Presentacidn y difusién de resultados en un foro nacional especializado.
Cronograma de actividades (fechas importantes)

Las fechas del programa MMCT-26 son las sigulentes;

Cierre de Convocatorla 28 de febrera de 2026
Capacitacion en linga 02 a3l 17 de marzo de 2026
Periodo de asesorias 23 al 25 de marzo de 2026
Entrega de disefios para revision y aprobacién 13 al 24 de abril de 2026
F -l FASFAn
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. Capacitacion en herramiantas de disefio de layout y verificacion de reglas (DRC/LVS, seglin aplique).

- Emtrega de dispositives y preparacién para evaluscion, decumentacion y presentacién de
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Objetivos especificos
+ Capacitar a las y los participantes en herramientas de disefio de layout, |erarquia de celdas y
verificacion de reglas de disefio (DRC/LVS, segin apligue).

* Acompafar técnicamente a los equipos durante el desarrallo de disefios compatibies con la ablea
seleccionada, resolviendo dudas y orlentando mejoras.

= Recibir, revisar y validar los disefios para su integracion en la oblea correspondisnte,

= Microfabricar |as obleas conforme al proceso definido y entregar los dispositivos para su
evaluacian y documentacidn de resultados.

=  Difundir los resultados técnicas en el evento nacional de cierre [CONADM - Techib),

Capacidad y vertientes de participacién

Cupo total: 80 equipos (maximo), distribuides en dos vertientes (40 equipos por vertiente).
Cada equipo deberd seleccionar una sola vertlente al momento de su registro:

= Vertiente A: Oblea para Sensares (40 equipos)

-Estructura de |a oblea 1: 5 - Si0. - Electrodos CrfNI - Si;N,.
-Enfoque: disefio ¥ evaluacion de sensores basados en estructuras de capa delgada, compatibles
con las reglas de disefio del proyecto.

= Vertiente B: Oblea para Transistores de Capa Delgada (40 equipos)

-Estruciura de |a oblea 2: 5i - 5i0; - Electrodos CrfNi - SiyN, - Zn0 (capa adicional).
-Enfoque: disefic ¥y evaluacidn de transistores de capa delgada (TFT) y dispositives bdsicos
asociados.

BASES

1. Las solichtudes podran presentarse a partic de la publicacién de la convocatoria y hasta e 28 de
febrero de 2025,

™ FASF A
¥ e N ———T
Mirgarita Multiprayectn pord b Misrsfsfiricasitn de Chigi del Trenalagion Nazisnal de Mdiico (MWCT-257

Maza

Faging 2



Educamén N 3

Earretaris o Eflucetidn Pablice

Enlace para registro de proyectos:

htips://docs, google.com/forms/d/e/1 FAIpQLSHe| SBNCge EELPIckYpz Tytae90aW 1 fCdSwVmC
SLTdeMnkLMNg fviewform

T
Informes al correo electrénico: 7:5'/

roultiproyectochips@tecnm, mx l:lll

s

Los casos no previstos en esta convocatoria serdn resueltos por el comité organizador del
evento.

Ciudad de México a 13 de febrero de 2026

ATENTAMENTE
Excelencio en Educacidn Tecnaldgica

SECRETARES OF $0UC ACIN POBLIE A
TECROLOGICT MACIDMA)
D MAEXICO
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